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概述： 

本工艺总方案是为了满足 XXXXXXX有限公司产品生产

需求而制定的。本方案的依据、设计原则及执行标准如下。 

 

工艺总方案依据、设计原则及执行标准： 

1.1 依据： 

本工艺总方案的依据为 XXX 的产品生产需求及相关标准

规范。 

 



1.2 工艺方案设计原则： 

本工艺总方案的设计原则为安全、高效、环保、经济。 

 

1.3 引用标准： 

本工艺总方案所引用的标准有 XXXX、XXXXX 等。 

 

产品的特点、组成及主要工艺技术： 

2.1 产品特点： 

本产品具有 XXXXX特点。 

 

2.2 组成： 

本产品由 XXXXX组成。 

 

2.3 主要工艺部分： 

本产品的主要工艺部分包括 XXXX、XXXX、XXXX 等。 

 

产品工艺流程制造路线及分工： 

3.1 主要工艺流程： 

本产品的主要工艺流程包括 XXXX、XXXX、XXXX 等。 

 



3.2 产品制造分工： 

本产品的制造分工为 XXXX、XXXX、XXXX 等。 

 

3.3 产品工艺分析： 

本产品的工艺分析包括 XXXX、XXXX、XXXX 等。 

 

以上为 XXXXXXX 工艺总方案的内容。 

4.3.1 印制电路板的加工工艺 

 

印制电路板是电子产品中必不可少的组成部分。加工工艺

的质量直接影响着电子产品的性能和可靠性。印制电路板的加

工工艺包括：钻孔、化学镀铜、镀金、覆铜、图形照相、蚀刻、

涂覆焊膏等环节。这些工艺的精度和稳定性对于保证印制电路

板的质量至关重要。 

 

4.3.2 结构件机加工艺及表面处理工艺 

 

结构件是电子产品中的另一个重要组成部分。结构件的机

加工工艺和表面处理工艺也直接影响着电子产品的质量和外观。

机加工工艺包括：车、铣、钻、刨等工艺。表面处理工艺包括：



喷漆、喷粉、阳极氧化等工艺。这些工艺的精度和稳定性对于

保证结构件的精度和外观至关重要。 

 

4.3.3 组装、总装和调试工艺分析 

 

组装、总装和调试工艺是将印制电路板和结构件组装成电

子产品的重要环节。组装工艺包括：元器件安装、焊接等工艺。

总装工艺包括：组装、调试、测试等工艺。调试工艺包括：电

气测试、功能测试等工艺。这些工艺的精度和稳定性对于保证

电子产品的性能和可靠性至关重要。 

 

4.3.4 包装工艺 

 

包装是保护电子产品的重要手段。包装工艺包括：包装设

计、材料选择、封装工艺等环节。这些工艺的精度和稳定性对

于保证电子产品的运输和储存至关重要。 

 

4.3.5 “三防”处理 

 



三防”处理是电子产品中的重要环节，包括防水、防尘、

防震。这些处理对于保证电子产品的使用寿命和可靠性至关重

要。 

 

5.3.1 模块筛选项目及程序 

 

模块筛选是保证电子产品质量的重要环节。筛选项目包括：

外观检查、功能测试、环境适应性测试等。筛选程序包括：初

步筛选、终极筛选等。这些筛选的精度和稳定性对于保证电子

产品的可靠性至关重要。 

 

5.产品工艺质量保证措施及特殊安全、环保措施 

 

为了保证电子产品的质量和安全，需要采取一系列的工艺

质量保证措施和特殊安全、环保措施。静电防护、零部件防护

控制、环境应力筛选等措施对于保证电子产品的质量和安全至

关重要。同时，采用环保材料和工艺也是保障环境和人类健康

的重要举措。 

5.3.2 筛选试验要求 

 



5.3.2.1 温度循环缺陷剔除试验 

 

在进行温度循环缺陷剔除试验时，应该按照以下要求进行： 

 

1.试验参数应该在规定的范围内进行，确保试验结果的可

靠性。 

 

2.试验过程中应该记录下试验数据，以便后续分析。 

 

3.试验结果应该符合规定的标准，才能通过该项试验。 

 

5.3.2.2 温度循环无故障检验试验 

 

在进行温度循环无故障检验试验时，应该按照以下要求进

行： 

 

1.试验应该在规定的温度范围内进行，确保试验结果的可

靠性。 

 

2.试验过程中应该记录下试验数据，以便后续分析。 



 

3.试验结果应该符合规定的标准，才能通过该项试验。 

 

外协加工的项目和要求 

 

在进行外协加工时，应该按照以下要求进行： 

 

1.外协加工的项目应该符合规定的标准，确保产品的质量。 

 

2.外协加工的厂家应该具有相应的资质和经验，确保加工

质量。 

 

3.外协加工的过程中应该进行质量检验，确保加工质量符

合规定的标准。 

 

4.外协加工的结果应该符合规定的标准，才能使用该产品。 

6.1 确定外协件 

 



在确定外协件时，需要考虑供应商的信誉度和技术能力，

以确保外协件的质量和可靠性。同时，需要与供应商协商确定

交货时间和价格，并签订合同进行管理。 

 

6.2 外协件的检验方式和手段 

 

对于外协件的检验，需要根据不同的外协件类型和要求，

制定相应的检验方式和手段。同时，需要建立严格的检验标准

和流程，确保外协件的质量符合要求。 

 

7 工艺关键项目及攻关措施、工艺试验项目 

 

7.1 关键工序设置 

 

在制定工艺方案时，需要确定关键工序并制定相应的控制

措施。通过对关键工序的控制，可以保证产品的质量和稳定性。 

 

7.2 质控点设置分析 

 



确定相应的质控点。通过对质控点的监控和控制，可以及时发

现和处理质量问题，提高产品的质量和可靠性。

 

7.3 工艺试验项目 

 

在制定工艺方案时，需要根据产品特点和工艺要求，确定

相应的工艺试验项目。通过工艺试验，可以验证工艺方案的可

行性和稳定性，为后续的生产提供依据。 

 

8 采用新技术、新材料、新工艺情况 

 

在生产过程中，如果采用了新技术、新材料或新工艺，需

要对其进行充分的评估和试验，确保其可靠性和稳定性。同时，

需要制定相应的控制措施，对其进行严格的监控和管理。 

 

9 首件鉴定项目及实施要求 

 



符合要求。同时，需要制定相应的实施要求和流程，确保首件

鉴定的有效性和可靠性。

 

10 工艺装备、试验和检测设备的选择 

 

10.1 工艺装备要求 

 

在选择工艺装备时，需要考虑其适用性和可靠性。同时，

需要对工艺装备进行充分的评估和试验，确保其能够满足生产

要求。 

 

10.2 试验设备的要求如下： 

 

在选择试验设备时，需要根据试验项目和要求，确定相应

的设备和方法。同时，需要对试验设备进行充分的评估和试验，

确保其能够满足试验要求。 

 

11 制造过程中产品技术状态的控制要求 

 



管理。通过对生产过程的监控和控制，可以确保产品的质量和

稳定性。

 

12 工艺标准化要求 

 

在制定工艺方案时，需要遵循相应的标准和规范，确保工

艺方案的合理性和可行性。同时，需要对工艺标准进行动态管

理和更新，以适应生产的需求。 

 

13 工艺准备过程中形成的文件和具体要求 

 

在工艺准备过程中，需要制定相应的文件和具体要求，以

确保工艺准备的有效性和可靠性。同时，需要对文件和要求进

行管理和更新，以适应生产的需求。 

 

14 工艺总方案的动态管理情况 

 



以适应生产的需求和变化。同时，需要对工艺总方案进行评估

和改进，以提高生产效率和质量。

制造路线及分工 

本产品的主要工艺流程制造路线如下： 

1)印制板表面组装工艺流程； 

2)军用电子设备电气装配工艺流程； 

3)生产环境的静电防护工艺流程； 

4)军用装备环境应力筛选工艺流程。 

4.2分工 

1)印制板表面组装工艺流程：由 PCB 制造厂家完成； 

2)军用电子设备电气装配工艺流程：由装配厂家完成； 

3)生产环境的静电防护工艺流程：由生产厂家完成； 

4)军用装备环境应力筛选工艺流程：由测试厂家完成。 

5工艺控制 

5.1工艺控制点 

本产品的工艺控制点主要包括： 

1)印制板表面组装过程中的焊盘质量、元器件质量、焊接

质量等； 



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如

要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/50533130334

1011334
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